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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(5$) Verfahren zur Herstellung kontaktloser Chipkarten und kontaktlose Chipkarte 

(g) Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Herstellung 
einer kontaktlosen Chipkarte. 

Dabei wtrd in einem ersten Schritt ein Kartenkorper mit einer 
oder mehreren Aussparungen auf einer Kartenkdrperseite 
vorzugsweise durch SpritzguB aus einem thermoplastischen 
Kunststoff hergestellt. Anschlie&end werden auf Oberfla- 
chenbereiche der die Aussparungen enthaftenden Karten- 
kdrperseite direkt Leiterbahnen gemafi einer Spule als 
Leiterbahnmuster hei&pragetechnisch aufgebracht. Die Lei- 
terbahnen werden dabei insbesondere auch auf Oberfla- 
chenbereiche innerhalb der Aussparungen aufgepragt. Da- 
nach werden ein oder mehrere Chips in den Aussparungen 
ausgerichtet und mit den Leiterbahnen in den Aussparungen 
kontaktiert 

Vorteilhaft sind die einfache, mit wenigen Verfahrensschrit- 
^ ten auskommende und damit kostengunstige Herstellung 

einer Chipkarte. Ferner hat eine solche Chipkarte eine gute 
<S| mechanische Belastbarkeit und Zuvedassigkeit, da ste aus 
O sehr wenigen Hinzelschichten besteht und die Leiterbahnen 
0> der Spule direkt auf den Kartenkorper aufgebracht sind. 
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TetSBKhes Gebiet 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
von kontaktlosen Chipkarten mit mindestens einem 
Chip sowie eine kontaktlose Chipkarte. 

Bereits heute werden Chipkarten in hoher Anzahl in 
alien Bereichen des privaten und offentlichen Lebens 
verwendet Ihre Leistungsfahigkeit ist durch den Einsatz 
moderner integrierter Schaltkreise noch weiter steiger- 
bar. Denn durch Implementierung anwendungsspezifi- 
scher Funktionen im Chip kann der Anwendungsbe- 
reich von Chipkarten uber die Identifikation und Tele- 
kommunikation hinaus auf folgende Gebiete ausge- 
dehnt werden: Im Gesundheitswesen etwa durch die 
Versichertenkarte, die Patienten-Datenkarte und Not- 
fallkarte. Im Komrnunikationsbereich konnen Chipkar- 
ten zur ZugangskontroIIe zu Kommunikationsnetzen 
und zur Abrechnung von Leistungen sowie zur Ver- 
schliisselung und zum Schutz von Daten eingesetzt wer- 
den. Im Zahlungsverkehr sind Chipkarten als Scheck- 
karte, Kredit-/Debitkarte, eiektronische Geldborse und 
zur Gebuhrenerfassung im Nahverkehr und auf Maut- 
straBen sehr gut geeignet Des weiteren bieten sich 
Chipkarten an fur Zugangskontrollen und Identifika- 
uonszwecke, etwa beim Pay-TV, bei Freizeit-Dienstlei- 
stungen oder der Produktionskontrolle. 

Bei Chipkarten werden derzeit Speicher-ICs sowie 
Mikro-Controiler verwendet Ferner werden Krypto- 
Controller, in welche ein Verschlusselungsschlussel bzw. 
-algorithmus implementiert ist, bei Chipkarten einge- 
setzt Der Datenaustausch wird durch die Kontaktfla- 
chen mit einem Lesegerat oder beruhrungslos durch 
kapazitive oder induktive Obertragung hergestellt Die 
Leistungsfahigkeit moderner Chipkartensysteme erfor- 
dert eine standig steigende Komplexitat und zwingt zu 
immer hdherer Integration. Waren es anfangs nur Spei- 
cher mit minimaler Peripherie, so geht die Entwicklung 40 
auch zu kompiexeren Systemen, die einen Mikrocont- 
roller mit unterschiedlichsten Funktionen und Spulen 
fur kontaktlose Kommunikation erfordern. 



Spule aufdjjJragerfolie den Vorteil, daB die Leiterbah- 
nen mteg^M Bestandteil der Tragerfolie sind. Der 
Chip wiro^prn durch Drahtbonden oder Flip-Chip- 
Technik mit der Spule verbunden. AnschiieBend wird 
5 die mit Spule und Chip versehene Tragerfolie in den 
Kartenkorper integriert Nachteilig sind hier die hohen 
Hersteilungskosten der Spule und die Schwierigkeiten 
bei der Laminierung des gesamten Kartenkorpers. Die 
Laminierung ist zudem von Nachteil fur die thermische 
to und mechanische Belastbarkeit und damit fur die Le- 
bensdauer der Chipkarte. Insbesondere wirken sich die 
beim Umspritzen herrschenden Temperaturen nachteil- 
ig auf die Funktion der teuren Halbleiterchips aus. Hin- 
zu kommt, daB bei Fehlern beim Umspritzen, also bei 
ts Fehlern in einem vergleichsweise kostengunstigen 
Kunststoffteil die Karte mit dem teuren Haibleiterchip 
zu AusschuB wird. 

Aus der DE 44 41 122 ist z. B. ein Verfahren zur Her- 
stellung kontaktloser Chipkarten bekannt, wobei auf ei- 
20 nem ca. 50 urn dickem FoIienmateriaJ Elektrolytkupfer 
aufkaschiert ist und aus diesem eine Antennenwicklung 
mit AnschluBflachen auf photoatztechnischem Wege 
hergestellt wird Weiterhin wird das Folienmaterial in 
einem Pragevorgang mit einem abgesenkten Chipauf- 
25 nahmebereich mit einer gestuft daran anschlieBenden 
AnschiuBzone versehen. In diesen Auf nahmebereich 
wird dann der Chip eingekittet und seine Kontaktfla- 
chen mit Bonddrahten mit den AnschluBflachen der An- 
tennenwicklung verbunden. AnschiieBend wird diese 
30 bestQckte Folie beidseitig mit Ausnahme des Chipauf- 
nahmebereiches zwischen zwei gleich starken Kunst- 
stoffschichten eingeklebt, die urn den Chipaufnahmebe- 
reich durch etwa symmetrische Ausspamngen als Scha- 
Ien ausgebildet sind. Allerdings erfordert dieses Verfah- 
35 ren einen zusatzlichen Pragevorgang fur den Chipauf- 
nahmebereich sowie ein aufwendiges Laminier- und 
Kaschierverfahren. 



Darstellung der Erfindung 



Stand der Technik 

Bei den bekannten kontaktlosen Chipkarten sind im 
Kartenkorper eine oder mehrere Spulen integriert, die 
mit dem Chip verbunden sind Die Obertragung der 
Energie und Daten erfolgt durch kapazitive oder induk- 
tive Kopplung. Zum Aufbau dieser Chipkarten wird die 
sogenannte "Inlet Technik" eingesetzt Dabei werden 
Spule und Chip auf einem Kunststofftrager aufgebracht 
und dort fixiert Dieser Trager wird dann in die eigentli- 
che Chipkarte eingebaut Dies kann durch Umspritzen 
oder Laminieren des Tragers erfolgen. Der Trager bii- 
det nach der Kartenmontage einen integralen Bestand- 
teil der Chipkarte. 

Als Trager werden bekanntermaBen Tragerfolien 
verwendet, auf denen gewickelte, geatzte oder gedruck- 
te Spule ausgebildet werden. Bei der gewickeken Spule 
wird ein Backlackdraht zu einer Spule aufgewickelt und 
manuell auf die Tragerfolie aufgebracht und anschiie- 
Bend mit dem Chip verbunden. Nachteilig sind hierbei 
vor allem das schwierige Aufbringen der Spule auf die 
Chipkarte und die Verbindungen der dicken Drahte der 
Spule mit dem nackten Chip. 

Demgegenuber haben die geatzte und gedruckte 



Ausgehend von dem oben dargelegten Stand der 
Technik ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine 
kontaktlose Chipkarte anzugeben und ein Verfahren 
zur Herstellung einer kontaktlosen Chipkarte derart 
45 weiterzubilden, daB die Chipkarte, vor allem die Spule, 
einfach und kostengunstig herstellbar ist sowie eine gu- 
te mechanische Belastbarkeit und Zuverlassigkeit auf- 
weist 

Eine erfindungsgemaBe Losung dieser Aufgabe be- 
so steht in einem Verfahren zur Herstellung kontaktloser 
Chipkarten gemaB den Merkmalen des Anspmchs 1 so- 
wie einer kontaktlosen Chipkarte nach Anspruch 16. 
Bevorzugte Weiterbildungen sind in den Unteranspru- 
chen aufgefuhrt 
55 Beim erfindungsgemaBen Verfahren wird zunachst 
ein elektrisch isolierender Kartenkorper mit einer oder 
mehreren Aussparungen auf einer Kartenkorperseite 
hergestellt AnschiieBend wird direkt auf die Oberflache 
der mit wenigstens einer Aussparung versehenen Kar- 
60 tenseite wenigstens eine Leiterbahn gemaB einem vor- 
gebbaren Leiterbahnmuster aufgebracht Danach wer- 
den ein oder mehrere Chips bzw. eiektronische Bauele- 
mente in zumindest einer der Aussparungen ausgerich- 
tet und mit den Leiterbahnen elektrisch leitend verbun- 
65 den. 

In einer Ausfuhrungsform der Erfindung erfolgt die 
Herstellung des Kartenkorpers mit einer oder mehreren 
Aussparungen in einem einzigen Arbeitsschritt Vorteil- 



DE 196 39 902 Al 



hafterweise erfolgt d^^urch SpritzguB, wodurch der 
Kartenkorper einstii^^usgebildet ist Dabei kommen 
bevorzugt thermopuS^Pie Kunststoffe, wie z. B. PVC, 
ABS (Acrylnitril, Butadien. Styro!) oder Polycarbonate 
in BetrachL 5 

Bei einem weiteren Ausfuhrungsbeispiei werden die 
Leiterbahnen gemaB einem vorgebbaren Leiterbahn- 
muster auf die Oberflache der mit wenigstens einer Aus- 
sparung versehenen Kartenseite und zwar sowohl auf 
Oberflachenbereiche auBerhalb der Aussparungen als )0 
auch auf Oberflachenbereiche innerhalb mindestens ei- 
ner der Aussparungen aufgebracht Dies geschieht be- 
vorzugtermaBen in einem einzigen Arbeitsschritt,. wo- 
bei beispielsweise die Leiterbahnen nach einem vorge- 
gebenen Muster unter Druck- und Temperaturbeauf- J5 
schlagung auf die Oberflachenbereiche, insbesondere 
auch auf Oberflachenbereiche innerhalb mindestens ei- 
ner der Aussparungen, aufgepragt werden. 

Besonders geeignet ist hierfiir die Verwendung eines 
beheizten Pragestempels, etwa eines Stahlklischees, auf 20 
dem das Leiterbahnmuster erhaben aufgebracht ist. Mit 
diesem Stempei werden Leiterbahnen aus einer Leiter- 
folie, etwa einer Kupferfolie, gemaB dem Leiterbahn- 
muster ausgestanzt und gleichzeitig auf die Oberflache 
der die Aussparungen enthaltenden Kartenkdrperseite 25 
aufgepragt Die Haftung der Leiterbahnen auf der Kar- 
tenkorperoberflache wird in einem bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiei der Erfindung durch eine Kleber- 
schicht auf der Unterseite der Leiterfolie erreicht, wobei 
das Kiebermaterial vorteilhafterweise auf Temperatur 30 
und Druck beim Pragevorgang abgestimmt ist. 

In einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiei der Erfin- 
dung erfolgt sowohi die Herstellung des Kartenkdrpers, 
bevorzugtermaflen durch SpritzgieBen mit einem ther- 
moplastischen Kunststofr, als auch das Aufbringen we- 35 
nigstens einer Leiterbahn gemaB einem Leiterbahnmu- 
ster auf die Kartenkorperoberflache einschlieBlich der 
Aussparungen bzw. Vertiefungen in einem einzigen Ar- 
beitsschrift Durch dieses Minimum an Herstellungs- 
schritten ist eine besonders kostengunstige Herstellung 40 
und damit eine Produktion hoher Stuckzahlen realisier- 
bar. Hinzu kommt noch der Vorteil der hohen mechani- 
schen und thermischen Belastbarkeit. da erstens die 
Karte aus Kartenkorper und mit Leiterbahnen versehe- 
nem Kartenkorper aus sehr wenigen Schichten besteht 45 
(Minimum zwei Schichten: einstuckiger Kartenkorper, 
Schicht aus Leiterbahnen) und zweitens die Leiterbah- 
nen direkt auf den einstuckigen und damit mechanisch 
und vor allem thermisch stabilen Kartenkorper aufge- 
bracht ist Das Leiterbahnmuster ist bei einer Ausfuh- 50 
rungsform der Erfindung als Spule, die wie eine Antenne 
fur die kontaktlose Energie- und/oder Datenubertra- 
gung wirkt, ausgebildet 

Die in den Kartenkorper eingebrachten Aussparun- 
gen bzw. Vertiefungen haben den Vorteil, daB sie den 55 
Einbau der Chips in der sogenannten Nacktchipmonta- 
ge ermoglichen. Nacktchipmontage bedeutet, daB der 
nackte Chip, also der ungehauste Chip, eingebaut wird. 
Wurde demgegenuber ein Chip mit Gehause eingebaut 
werden, so wurde zufolge der deutlich groBeren Hohe 6 o 
des gehiiusten Chips dieser uber die Aussparung hinaus- 
ragen und damit vielfaltige Nachteile mit sich bringen. 

BevorzugtermaBen wird die Tiefe der Aussparungen 
so gewahlt, daB die an die aufgepragten Leiterbahnen 
kontaktierten, ungehausten Chips nicht uber die Vertie- 65 
fung hinausragen. In einem Ausfuhrungsbeispiei der Er- 
findung werden die Kontaktfiachen (englisch: Pads) fur 
die Chipmontage gleichzeitig mit dem Aufbringen der 



hj^Kit aufgepragt oder ausgebildet. Diese 
N^B' sind $ omit integraler Bestandteil der 



Leiterbah^ 

Kontaktfl!^ ^ 

nach einem Leiterbahnmuster aufgepragten Leiterbah- 
nen. 

Die Erfindung ist sehr fiexibel einsetzbar. Je nach An- 
wendungsgebiet der Kane sind die damit oftmals ein- 
hergehenden geanderten Kontaktflachengeometrien 
einfach zu realisieren und je nach Anordnung der Kon- 
taktfiachen kann die geeignetste Kontaktierungstechnik 
fur die Chips, etwa die Drahtbondtechnik, das Kleben 
oder die Flip-Chip-Technik eingesetzt werden. Die Flip- 
Chip-Technik hat dabei zudem den Vorteil des geringen 
Platzbedarfs. 

In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiei der Erfindung 
werden zur KontaJctierung der Chips Kontakthocker 
verwendet Sie werden bevorzugt gleichzeitig mit dem 
Aufbringen der Leiterbahnen gemaB dem Leiterbahn- 
muster durch etwa die Pragestempelform aus dem Kar- 
tenkorperkunststoff geformt und mittels einer der auf- 
gepragten Leiterbahnen mit einer Metallisierungs- 
schicht versehen. 

Kontakthocker haben auch den Vorteil, daB mit ihnen 
ein minimaier Abstand zur (Boden)Oberflache in den 
Aussparungen eingestellt werden kann und dadurch das 
Risiko der Chipzerstorung beim Ausrichten und Kon- 
taktieren deutlich verringen wird. Zudem muB diese 
Abstandskontrolle dann nicht von der Kontaktierungs- 
einrichtung ubernommen werden. 

Bei einem weiteren Ausfuhrungsbeispiei werden die 
mit Chips versehenen Aussparungen zum Schutz vor 
Umwelteinflussen und damit zur Erhohung der Lebens- 
dauer der Kane mit einer VerguBmasse, wie z. B. einem 
Kunststoff oder Harz, ausgegossen. Dabei wird bei den 
ublichen Kartendicken durch die Verwendung von un- 
gehausten Chips erreicht. daB die kontaktierten Chips 
nicht uber die Aussparung hinausragen und nach Auf- 
fullen der Aussparung mit einer VerguBmasse jeder 
Chip hermetisch eingeschlossen ist und die aussparungs- 
seitige Kartenoberflache keine Vertiefungen und Erho- 
hungen aufweist. 

Ein anderes Ausfuhrungsbeispiei beinhaltet den Ver- 
fahrensschritt, daB auf die nicht mit Aussparungen ver- 
sehene Kartenkdrperseite ein Etikett aufgebracht wird. 
Dies kann beispielsweise aufgedruckt werden und/oder 
aus dem Kartenkorpermaterial durch Pragen herausge- 
formt und gegebenenfalls mit unterschiedlichen Farben 
eingefarbt werden. 

BevorzugtermaBen erfolgt der Verfahrensschrift des 
Etikettaufbringes nachdem der Kartenkorper mit den 
Aussparungen hergestellt worden ist, jedoch bevor die 
Leiterbahnen gemaB dem Leiterbahnmuster aufge- 
bracht werden. Das Aufbringen eines Etiketts vor dem 
Kontaktieren der Chips hat den groBen Vorteil, daB eine 
mit dem Etikettaufbringen verbundene Warmebela- 
stung, chemische Belastung und/oder mechanische Be- 
lastung, wie z. B. Druck, Verbiegung, Torsion, vermie- 
den wird. Prinzipiell kann jedoch das Etikettieren auch 
nach der Chip-Montage an die Leiterbahnen erfoigen. 
In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiei wird das Leiter- 
bahnmuster derart gestaltet und die Aussparungen der- 
art plaziert, daB auch auf der aussparungsseitigen Kar- 
tenoberflache auBerhalb der Aussparungen und auBer- 
halb der gemaB dem Leiterbahnmuster aufzubringen- 
den bzw. aufgebrachten Leiterbahnen ausreichend Platz 
bleibt, auf dem ein Etikett aufgebracht wird. 

Besonders vorteilhaft ist eine Ausfuhrungsform der 
Erfindung, bei welcher der Kartenkorper wahrend des 
SpntzgieBens mit einem Etikett versehen wird, wodurch 
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ane^cor 
zin^^Hk 



orper mit integriertem Etikett 
dest einen sonst zusatzlichen 
kettieren und ist damit beson- 



ein einstuckiger Karj 
resuitiert. Dies spar 
Verfahrensschritt z 
ders preisgunstig. 

Weitere Vorteile des erfindungsgemaBen Verfahrens 5 
und der erfindungsgemaBen Chipkarte sind nachfolgend 
aufgefuhrt. 

Die Erfindung gestattet in sehr wenigen Verfahrens- 
schritten die Herstellung eines Kartenkorpers mit min- 
destens einer Aussparung, insbesondere durch Spritz- 10 
gieQen des Kartenkorpers mittels thermoplastischer 
Kunststoffe, und mit einer auf die ausspamngsseitige 
Kartenoberflache aufgebrachten sirukturierten Metalli- 
sierung. Dadurch ist eine einfache und kostengiinstige 
Herstellung von Karten in hoher Stuckzahi mogiich. 15 
Ferner zeichnen sich die durch die Erfindung hergestell* 
ten Chipkarten durch eine hohe mechanische Belastbar- 
keit und Zuverlassigkeit aus. Dies ist bedingt durch die 
geringe Anzahl von Schichten, aus denen die Chipkarte 
besteht, und durch das direkte Aufbringen der Leiter- 20 
bahnen gemaB einem Leiterbahnmuster, insbesondere 
einer Spule, auf den einstuckigen Kartenkorper. Materi- 
alvertraglichkeitsprobleme treten deshalb bei der erfin- 
dungsgemaBen Chipkarte nicht auf. Zudem wird auf die- 
se Weise ein Zwischentrsiger fur die Spule eingespart 25 
Ein weiterer Vorteil ist die Mdgiichkeit, die Flip-Chip- 
Technik zum Kontaktieren der Chips einzusetzen, und 
damit die Vorteile eines einfachen ProzeBablaufs und 
einer geringen Bauhohe zu nutzen. Es ist zudem in die- 
sem Fall keine drahtbondbare Metallisierung notwen- 30 
dig. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB die teuren 
und empfindlichen Chips erst in einem sehr spaten Ver- 
fahrensschritt in den Kartenkorper eingebaut werden 
und somit durch die wenigen eventueU nachfolgenden 
Verfahrensschritte weit weniger schadlichen thermi- 35 
schen, chemischen und physikalischen Belastungen aus- 
gesetzt sind. Insbesondere werden die Chips bei der 
Erfindung nicht der thermischen Belastung eines Spritz- 
gieBverfahrens ausgesetzt Dies garantiert letztlich we- 
niger AusschuB und eine hdhere Zuverlassigkeit und 40 
Lebensdauer der hergestellten Karten. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Zeich- 
nungen an Ausfuhrungsbeispielen beschrieben. Es zei- 
gen: 

Fig. I Chipkarte (1) in Aufsicht (ausspamngsseitige 45 
Oberflache) mit Spule (2) mit 10 Spulenwindungen und 
in einer Aussparung (3) eingebettetem Chip (4) 

Fig. 2 Chipkarte (1) aus Fig. 1 in Seitenansicht 
(Schnitt parallel zur langeren Kartenkante durch die 
Aussparung (3); Schnitt A-B) 50 

Fig. 3 VergroBerter Ausschnitt der Aussparung (3) 
mit kontaktiertem Chip (4) aus der Fig. 2 

Fig. 4 VergroBerter Ausschnitt der Querschnittsdar- 
stellung der Aussparung (3) mit kontaktiertem Chip (4), 
wobei die Schnittebene orthogonal auf der Schnitt- 55 
ebene aus Fig. 3 und der aussparungsseitigen Oberfla- 
che des Kartenkorpers stent. 

In einem Ausfiihrungsbeispiel enthalt die Chipkarte 
(1) genau eine einzige Aussparung (3), in welcher ein 
quadratischer Chip (4) ausgerichtet und mit den Leiter- go 
bahnen der Spule (2) kontaktiert ist Die Form und Gro- 
Be der Aussparung wurde dabei der Form des Chips 
angepaBt Aus Fig. 2 ist zu erkennen, daB die Tiefe der 
Aussparung so groB gewahlt ist, daB der kontaktierte 
Chip ganz in die Aussparung eimaucht, also insbesonde- 65 
re nicht uber die Kartenoberflache (7) hinausragt Fig. 3 
zeigt den Aussparungsbereich der Chipkarte im Schnitt 
in VergroBerter Form (8), wobei die Schnittebene ortho- 



gonal auf^^k.eiterbahnen steht (Leiterbahnen in Rich- 
tung des^^Pnalenvektors der Sennit tflache). Dabei 
sind deutlicndie aus dem Kartenkorpermaterial (t) her- 
ausgeformten Bumps (5), das zum eigentlichen Kontak- 
tieren verwendete Material (6), ein Klebstoff oder ein 
Lot, sowie die Leiterbahnen der Spule (2) im Quer- 
schnitt erkennbar. Fig. 4 zeigt eine Querschnittsdarstel- 
lung durch die Aussparung mit aufgepragter Spule. wo- 
bei die Schnittebene orthogonal auf der Schnittebene 
der Fig. 3 und der aussparungsseitigen Kartenoberfla- 
che steht und durch den Bump (5) verlauft. Aus Fig. 4 ist 
ersichtlich, daB die herausgegriffene Leiterbahn (9) der 
Spule ohne Unterbrechung auf die Kartenoberflache 
auBerhalb der Aussparung (9a), auf die seitlichen Schra- 
gen der Aussparung (9b) sowie die (Boden) Oberflache 
der Aussparung (9c) aufgepragt ist. Am Ort des Bumps 
(5) verlauft die Leiterbahn (9) uber den Bump (5) hinweg 
und bedingt somit eine Metallisierung des Bumps (5\ 

In einem Ausfuhrungsbeispiel fur das erfindungsge- 
maBe Verfahren zur Herstellung einer kontaktlosen 
Chipkarte wird im ersten Schritt eine Karte mit einer 
einzigen Vertiefung bzw. Aussparung durch Spritzgie- 
Ben mit dem Kunststoff Polycarbonat hergestelit. Da- 
nach kann die Ruckseite der Karte, also diejenige Seite 
bzw. Oberflache der Karte, welche keine Vertiefung 
(und auch keine Erhebung) aufweist, mit einem Etikett 
bedruckt werden. In einem weiteren Schritt zur Herstel- 
lung der Karte werden aus einer HeiBpragefoIie, die aus 
einer Kupferschicht auf einer Tragerfolie besteht, die 
Leiterbahnen gemaB einem Leiterbahnmuster auf die 
Oberflache der die Vertiefung aufweisenden Karten- 
korperseite (aussparungsseitige Oberflache) der Karte, 
insbesondere in die Vertiefung, aufgepragt (MID-Tech- 
nik; Ausbilden von Leiterbahnen auf einem dreidimen- 
sional strukturierten Substrat; MID: Molded Intercon- 
ned Device). Typische Temperaturen und AnpreBzeiten 
sind dabei ca. 130°C bis 150° C bei wenigen Sekunden. 
Auf die Kontaktflachen der aufgepragten Leiterbahnen 
in der Vertiefung der Karte wird nun ein isotropleitfahi- 
ger Kleber dispensiert AuBerhalb der Kontaktflachen 
wird zumindest auf einen Teil der Oberflache in der 
Vertiefung ein weiterer, elektrisch nicht leitender Kle- 
ber zur Chipfixierung dispensiert AnschlieBend wird 
der Chip in die Vertiefung eingesetzt, ausgerichtet und 
gebondet. Zum Schutz vor Umwelteinflussen wird die 
Vertiefung mit dem gebondeten Chip mit einer VerguB- 
masse (Glob Top) aufgefullt Gegebenenfalls wird noch 
eine weitere Schicht, etwa eine Dichtmassenschicht, auf 
die aufgefullte Vertiefung quasi als Deckel aufgebracht 
Diese Mehrschichtentechnik hat den Vorteil durch Aus- 
wahl geeigneter VerguBmaterialien die gewunschten 
Eigenschaften gezielter und besser einstellen zu konnea 

Patentanspruche 

I. Verfahren zur Herstellung einer kontaktlosen 
Chipkarte mit folgenden Verfahrensschritten: 

— Herstellen eines elektrisch isolierenden, fla- 
chigen Kartenkorpers mit einer oder mehre- 
ren Ausspamngen auf einer Kartenkorpersei- 
te, 

— Aufbringen wenigstens einer Leiterbahn 
nach einem vorgebbaren Leiterbahnmuster 
auf die Oberflache der wenigstens eine Aus- 
sparung enthaltenden Kartenkdrperseite, wo- 
bei wenigstens eine Leiterbahn sowohl auf 
Oberflachenbereiche auBerhalb als auch auf 
Oberflachenbereiche innerhalb von Ausspa- 
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rungen aufgeb^^ht wird, 
— Ausrichte^^Ks oder mehrerer Chips in 
den Ausspa^J^n und Kontaktieren der 
Chips mit mindestens einer Leiterbahn. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 5 
zeichnet daQ das Herstellen des Kartenkorpers mit 
einer oder mehreren Aussparungen in einem einzi- 
gen Arbeitsgang erfolgt 

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet daB das Herstellen des to 
Kartenkorpers mit einer oder mehreren Ausspa- 
rungen durch SpritzgieQen erfolgt 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB auf die nicht mit Aus- 
sparungen versehene Kartenkorperseite ein Eti- 15 
kett aufgebracht wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Aufbringen der 
Leiterbahnen in einem einzigen Arbeitsgang er- 
folgt 20 

6. Verfahren nach einem der Anspruche I bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Aufbringen der 
Leiterbahnen durch Druck- und Temperaturbeauf- 
schiagung erfolgt 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daB zur Druck- und Temperaturbeauf- 
schiagung ein beheizter Pragestempel eingesetzt 
wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche I bis 7, 
dadurch gekennzeichnet daB das Kontaktieren der 30 
Chips durch Flip-Chip-Technik erfolgt 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet daB das Kontaktieren der 
Chips durch Drahtbond-Technik oder Kleben er- 
folgt 35 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet daB als Leiterbahnmuster 
eine Spuie verwendet wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB als Material fur den 40 
Kartenkorper ein thermoplastischer Kunststoff 
verwendet wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11 
dadurch gekennzeichnet, daB vor dem Ausrichten 
und Kontaktieren der Chips Kontakth6cker auf 45 
den Leiterbahnen, welche auf Oberflachenberei- 
chen in den Aussparungen aufgepragt sind ausge- 
bildet werden. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet daB gleichzeitig mit dem 50 
Aufbringen einer oder mehrerer Leiterbahnen auf 
die aussparungsseitige Oberflache des Kartenkor- 
pers in den Aussparungen Kunststoff- Kontakthdk- 
ker geformt und durch die Leiterbahnen mit einer 
Metallisierungsschicht versehen werden. 55 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet daB die Aussparungen, in 
welchen die an die Leiterbahnen kontaktierten 
Chips eingesetzt sind, mit einer VerguBmasse, wie 
etwa einem Kunststoff oder Harz, ausgegossen 60 
werden. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet daB der Kartenkorper 
vor dem Kontaktieren der Chips mit einem Etikett 
versehen wird ss 

16. Kontaktlose Chipkarte bestehend aus einem 
elektrisch isolierenden, einstuckigem Kartenkdrper 
mit einer oder mehreren Aussparungen auf einer 
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Kartenkflkrseite, mit einer oder mehreren Lei- 
terbahf^^BemiiB einem vorgegebenen Leiter- 
bahnmus^rund einem oder mehreren Chips, wo- 
bei die Leiterbahnen direkt auf Oberflachenberei- 
che der mit wenigstens einer Aussparung versehe- 
nen Kartenkorperseite aufgebracht sind und in den 
Aussparungen ein oder mehrere Chips, die mit we- 
nigstens einer Leiterbahn kontaktiert sind, ange- 
ordnet sind 

17. Kontaktlose Chipkarte nach Anspruch 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB wenigstens eine Leiter- 
bahn sowohl auf Oberflachenbereiche auBerhalb 
als auch auf Oberflachenbereiche innerhalb von 
Aussparungen aufgebracht ist 

18. Kontakdose Chipkarte nach Anspruch 17, da- 
durch gekennzeichnet, daB wenigstens ein Chip 
Flip-Chip-gebondet ist 

19. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspru- 
che 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet daB die Tie- 
fe der Aussparungen so groB ist, daB die kontak- 
tierten Chips nicht uber die Aussparungen hinaus- 
ragen. 

20. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Ansprii- 
che 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daB die Aus- 
sparungen mit einer VerguBmasse aufgefullt sind 

21. Kontaktlose Chipkarte nach Anspruch 20, da- 
durch gekennzeichnet daB die Aussparungen der- 
art mit einer VerguBmasse aufgefflllt sind daB die 
Chips hermetisch eingeschlossen sind 

22 Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspru- 
che 16 bis 21, dadurch gekennzeichnet daB die Aus- 
sparungen derart mit einer VerguBmasse aufgefullt 
sind, daB die aussparungsseitige Oberflache des 
Kartenkorpers weder Erhohungen noch Vertiefun- 
gen aufweist 

23. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspru- 
che 16 bis 22, dadurch gekennzeichnet daB das Ma- 
terial des Kartenkorpers ein thermoplastischer 
Kunststoff, wie z. B. PVC, ABS oder Polycarbonat 
ist 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 K1 

Nummer: DE196 39 902 A1 

lnt C| 6 - G06K 19/077 

Offenlegungstag: 18. Dezember 1997 





702 051/416 



ZEJCHNUN^EN SEITE 2 



Nummer: 
Ct.6: 

■fenlegungstag: 



DE 19639 902 A1 
G06K 19/077 

18. Dezember1997 




702 051/416 



